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竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威
数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到
微观等多个角度进行市场调研分析。
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二、报告目录及图表目录

         一、芯片封装技术详解 
 

芯片封装测试是晶圆制造的后道工序。在集成电路在晶圆上制造完成后，封测厂将集
成电路封装成可用芯片，并通过检测后即可推向市场。 

图：封测环节流程示意图
         芯片封装包括以下工序： 
 
         （1）晶片切割（Die Saw） 
 

晶片切割的目的是晶圆制程加工完成的晶粒切割分离。切割前先要进行黏片，再送至
切割机切割。切割完成后晶粒有序排列在胶带上，框架支撑避免胶带的皱褶和晶粒相互碰撞
。 
 
         （2）连线与封胶 
 
         芯片通过封胶保护，并引线与外接电路相连。 
          
         （3）测试 
 
         封装环节的测试包括生产测试、老化测试、出厂测试等。 
 

生产测试是芯片封装后，对成品进行的全面电测试。老化测试分静态和动态。静态老
化测试是在给器件提供供电电压的情况下，提高器件的工作温度，对其寿命进行测试；动态
测试则是在静态的基础上施加激励。出厂测试对出厂器件进行抽检，确保其合格率。 

         封装技术经过多年的发展，已经过五代技术变革：

图：封装技术变革历程 表：各代封装技术一览    
         二、我国封测企业已跻身全球前列 
 

我国封测企业经过多年的发展，已取得了不小成绩。长电科技、华天科技、通富微电
等领先厂家经过多年发展，已跻身全球前十大封测厂家行列。尤其是长电科技，收购了新加
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坡星科金朋后，已成为全球第三大封测厂家。 

表：全球前十大封测厂家排名 观研天下发布的《2018-2023年中国IC封测市场竞争现
状分析与投资商机分析预测报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业
企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国
家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调
研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避
经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行
业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据
等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局
及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价
格数据主要来自于各类市场监测数据库。
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